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2026年度中期経営計画
半導体事業本部

Hello, my name is Hosen. I’m from the Semiconductor Business Group. 
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車の電動化、パワエレ機器の小型化、省エネ、CO2削減などに貢献

事業概要

※売上構成比は2023年度実績。

セグメント間の内部取引等を消去・調整する前の金額に基づき算出。

売上高（2023年度実績）

2,280億円（※国内 47% / 海外 53%）

産 業（※国内 23% / 海外 77%）電 装（※国内 68% / 海外 32%）

電動車・エンジン車

電動車モータ制御、エンジン制御、

トランスミッション制御、ブレーキ制御、

ステアリング制御、等

空調(ﾙｰﾑ/業務ｴｱｺﾝ)FA(ｲﾝﾊﾞｰﾀ・ｻｰﾎﾞ)

再エネ（風力・太陽光発電）PCS

薄型TV ミニUPS プリンター

産業

45％
電装

55%

産業ディスクリート

感光体

電装モジュール

電装ディスクリート

産業モジュール

First up is the business overview. The Semiconductor Business Group has traditionally 

been divided into two segments: automotive and industrial.

Last fiscal year, sales amounted to ¥228.0 billion, with 45% in the industrial electronics 

field and 55% in the automotive electronics field. 

In FY2022, the industrial electronics field accounted for 51% of sales, so the automotive 

electronics field surpassed it in FY2023.

The automotive electronics field is primarily domestic, while the industrial electronics 

field is mainly focused overseas.
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パワー半導体事業の強み

モータードライブ(FA,空調他)

再生可能エネルギー

5

電動車

（ﾌﾙﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ/電気自動車）

産

業

電

装

IGBTモジュール

IGBT/SiCモジュール

＊1  RC-IGBT： 逆導通型IGBT、IGBTﾁｯﾌﾟとFWDﾁｯﾌﾟを1チップ化したもの

IGBT/SiCモジュール

■ 第7世代IGBTによる低損失

■ RC-IGBT*1による小型・高出力

⇒ IGBTモジュールで世界シェア第3位

■ SiC-MOSFETによる低損失と

使い易さの両立

This slide shows our strengths in the power semiconductor business. Currently, strengths 

in both the industrial and automotive electronics segments are centered around IGBT.

In IGBTs, our strengths are low loss with 7th-generation IGBTs and compact, high output 

with RC-IGBTs, and we place third globally in IGBT module market share. 

Moving forward, we aim to expand sales by leveraging these strengths, i.e., the low loss 

and ease of use of our SiC-MOSFETs.
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2023年度中期経営計画振り返り

（単位：億円）

2019年度

実績

2020年度

実績
2021年度

実績

2022年度

実績
2023年度

中期計画

2023年度

実績

■パワー半導体の売上2倍（対18年度比）

■電装分野の売上拡大（23年度：対18年度比 約4倍）

■Si 8インチ生産能力拡大（23年度末：対18年度末比 5倍強）

■拡大する電動車市場で更なる売上拡大

■SiC、Si 8インチの生産能力拡大

■第8世代IGBTと第3世代SiCの早期開発

ディスク媒体の事業撤退影響を打ち返し、

パワー半導体ビジネスで大きく拡大

2018年度

実績

営業利益

売上高

営業利益率

成 果 課 題

中期計画に対し売上は1年、営業利益は2年前倒しで達成、23年度業績は過去最高を更新

1,373 1,374
1,575

1,788

2,062
2,280

2,000

156

11.4%

97

177

271
322

362

220

7.1% 11.2%

15.2% 15.6% 15.9%

11.0%

ﾃﾞｨｽｸ媒体

半導体(産業)

半導体(電装)

64

191

265255

250

723
844

993

1,060
1,024

905

805

540
731

1,002
1,256

845

386313

Slide 7 reviews our previous medium-term management plan. Last fiscal year, Fuji Electric 

generated net sales of ¥228.0 billion. Despite withdrawing from the magnetic disk 

business in FY2021, the Company absorbed this impact and exceeded its sales targets, 

achieving operating profit of ¥36.2 billion with a profit ratio of 15.9%, setting new records.

Our successes include doubling power semiconductor sales compared to FY2018. In the 

automotive electronics field, net sales have quadrupled, and we have expanded 8-inch 

wafer production capacity for silicon devices to approximately five times the 2018 level.

However, challenges remain. To further expand sales in the growing electrified vehicle 

market, Fuji Electric must continue to increase 8-inch wafer production capacity for both 

SiC and Si. Additionally, it is crucial to quickly develop and bring to market eighth-

generation IGBTs and third-generation SiC devices, which are currently under 

development.
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市場動向

事業分野 市場動向（2024年度～2026年度）

産業
FA

24年度中盤までは調整局面が続くが、下期以降に設備投資が回復し

市場伸長する見込み

再エネ 脱炭素化に向けた動きは変わらず、好調を持続する見込み

民生他
民生機器、空調機器等も24年度は低成長となるが26年に向けては

市場回復となる見込み

電装
電動車

電気自動車(BEV)の伸長は足元鈍化するものの、電動車全体としては

大きく伸長する見込み

エンジン車 電動車へ移行する傾向は変わらず、減少する見込み

産業：再エネを中心に市場伸長する見込み

電装：電気自動車の伸びは足元鈍化するものの、電動車全体は大きく伸長

Next is our market outlook in the FY2026 Medium-Term Management Plan.

In the industrial field, we anticipate that the adjustment phase for factory automation-

related demand will continue until mid-FY2024. However, we expect a recovery in capital 

investment in the second half of the fiscal year, leading to market growth through FY2026.

We expect the favorable conditions to continue for renewable energy.

In the consumer electronics field, we do not anticipate significant growth in consumer 

electronics and air conditioning equipment in FY2024, but we expect a market recovery 

leading up to 2026.

In the automotive electronics field, while growth in battery electric vehicles (BEVs) has 

recently slowed, we anticipate significant growth in the overall electrified vehicle market. 

Conversely, we think demand for gasoline engine vehicles will decline as the transition to 

electric vehicles progresses.
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営業利益・営業利益率（億円）国内・海外別売上高（億円）サブセグメント別売上高（億円）

事業方針、事業計画

26年度

対23年増減

成長領域（電動車・再エネ）への確実なスペックインによる売上の拡大

SiCの需要拡大に向けた生産体制の構築

事業方針

事業計画

海外比率 445

(15.9%)

2,450

国内

海外

57% 47%

1,390

1,325

1,060 1,475 +410

+520

+110

産業

電装

2023年度

実績

2024年度

経営計画

+83

2026年度

中期計画

2023年度

実績

2024年度

経営計画

2026年度

中期計画

2023年度

実績

2024年度

経営計画

2026年度

中期計画

370

(15.1%)
2,280

53%

1,215

1,065

2,800+520

2,450
2,280

2,800

+244

+276

1,500

1,300
1,032

1,418

1,024

1,256

362 

(15.9%)

26年度

対23年増減

26年度

対23年増減

Our business policy aims to expand sales by ensuring our specifications are used in the 

growing fields of electric vehicles and renewable energy. Additionally, we will establish a 

robust production system to meet increasing demand for SiC devices.

We forecast net sales of ¥280.0 billion in FY2026, an increase of ¥52.0 billion compared to 

FY2023. While sales are likely to increase both domestically and internationally, we 

anticipate stronger growth in domestic sales and estimate the overseas sales ratio will be 

47% in FY2026.

Fuji Electric targets operating profit of ¥44.5 billion, an increase of ¥8.3 billion compared 

to FY2023, and an operating profit ratio of 15.9%.
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⚫ 電装分野

➢ 拡大する電動車市場でSiCを中心に売上拡大

⚫ 産業分野

➢ 好調な再エネ市場を主体に第7世代IGBTの売上拡大

⚫ ものつくりの強化

➢ 前工程： Si 8インチ及びSiCの生産能力増強

➢ 後工程：電動車向けSiCモジュールの量産ライン構築

 産業向けIGBTモジュールの生産能力増強及び生産品目拡大

⚫ 競争力のある新製品の開発

➢ 電動車及び産業 (大容量) 向けIGBT, SiCモジュールの開発及び量産化

➢ 第3世代SiC-MOSFETの開発

➢ 第8世代IGBTの開発

重点施策

Our priority measures are as follows:

For the automotive electronics field, we aim to expand sales centered on SiC devices in 

the growing electrified vehicle market.

In the industrial electronics field, we will focus on increasing sales of seventh-generation 

IGBTs, driven by favorable trends in the renewable energy market.

To reinforce manufacturing, in front-end processes, we intend to strengthen production 

capacity for 8-inch Si and SiC wafers. For back-end processes, we plan to construct mass 

production lines for SiC modules for electric vehicles, and increase production capacity 

for IGBT modules for industrial applications, while expanding the range of products 

manufactured.

In developing competitive new products, as priority measures, we will focus on the 

development of IGBT and SiC modules for electric vehicles and industrial applications, as 

well as the development of third-generation SiC-MOSFETs and eighth-generation IGBTs.
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電装分野（スペックイン状況及び売上構成）

エリア 顧客 24年 25年 26年 27年以降

国内 A社

B社

C社

D社

欧米 E社

F社

G社

中国

アジア

H社

I社
(新規)

電装モジュール売上構成比率

1%
5%

20%

SiC

IGBT

⚫ ターゲット顧客に対し、スペックインを推進中

⚫ SiC採用車種の拡大及び新規採用により、SiCの売上比率は26年以降急拡大

電動車向け IGBT, SiCの新製品採用計画

IGBT製品 SiC製品 ｽﾍﾟｯｸｲﾝ中

新規採用確定

新規採用確定

新規採用確定

新規採用確定

新規採用確定

This slide outlines the status of specification solicitation in the automotive electronics 

field. 

On the left, the slide shows the status of specification adoption, by customer, for electric 

vehicles. Blue indicates silicon IGBTs, and purple indicates SiC devices. Newly confirmed 

adoptions refers to specifications that will be adopted from FY2023 onward.

A new customer, Company I, has been added as a new adopter. We will continue to 

promote new adoptions and specifications in FY2026 and beyond.

SiC is taking off this year. New SiC adoptions by customers in Europe and the U.S. are to 

begin in the latter half of FY2026, with plans that call for about 20% of automotive 

modules to be switched to SiC in FY2026. 
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産業分野（IGBTモジュール売上計画）

⚫ 再エネ向け：業界主要顧客でのシェアアップにより売上を拡大

⚫ 第7,8世代IGBTの売上比率拡大 (26年度：60%)  ※第8世代 2025年度末売上開始

用途別売上高推移 産業IGBT売上構成比率

再生エネ向売上

再生エネ以外
（FA、民生他）

第7､8世代比率

39%
50%

60%

（指数表示）

2023年度実績=100

第7世代売上

第8世代売上

154%(対23年度比）

2023年度

実績

2026年度

中期計画

2024年度

経営計画

100 127

154100 105

137

13096100

2023年度

実績

2026年度

中期計画

2024年度

経営計画

This slide outlines our sales targets for industrial semiconductors. 

In industrial electronics, we are strengthening the promotion of specifications in the 

growing renewable energy field. We project that sales in FY2026 will be 154% of the 

FY2023 level.

We aim to increase the sales ratio of seventh-generation and eighth-generation products 

to 60% by FY2026. Sales of eighth-generation products are scheduled to start at the end 

of FY2025, and we plan for them to contribute to sales from FY2026, as shown in the 

graph.
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ものつくりの強化【前工程】  生産拠点と施策

・Si 8インチ能力増強（マレーシア） 及び 新製品対応

・SiC 6インチ 24年度 本格量産開始（津軽） と 能力増強（松本・津軽）

施 策

マレーシア

松本

津軽

山梨

・Si 8インチ主力工場

・電動車向けIGBT、第7世代IGBT

・SiC 24年度量産開始 

   25年度能力増強

・マザー工場

・第8世代IGBT 25年度量産開始

・SiC 25年度以降 能力増強

・Si 8インチ 24年度能力増強

（23年度より量産開始済み）

拠 点

To reinforce manufacturing in the front-end process, we are focusing on increasing the 

production capacity of 8-inch Si wafers, primarily in Malaysia. Malaysia began producing 

IGBTs on 8-inch wafers last fiscal year, and we plan to increase capacity again this fiscal 

year.

For SiC devices, mass production will begin in Tsugaru this fiscal year. Along with 

increasing capacity in Tsugaru, we will also expand production capacity at the Matsumoto 

factory from FY2025.

14
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Si 8インチ及びSiCウエハ生産能力計画

2023年度

実績
2022年度

実績

100

117

128

2024年度

経営計画

135

2026年度

中期計画
2023年度

実績

2024年度

経営計画

2026年度

中期計画

約50倍

2022年度

実績

約4倍
約7倍

前工程：Si 8インチ生産能力 前工程：SiC 6インチ生産能力

※ 各年度末の生産能力を2022年度を

100とした指数で表記

100

※ 各年度末の生産能力を2022年度を

100とした指数で表記

⚫ Si 8インチ：26年度に向け生産能力増強（対22年度比＋35%）

⚫ SiC   ：24年度本格量産、26年度に向け大幅増強を推進中

We plan to increase the production capacity of 8-inch Si wafers by 35% compared to 

FY2022 by FY2026. For SiC wafers, we will expand capacity at Matsumoto and Tsugaru, 

aiming to increase production capacity 50 times compared to FY2022 by FY2026.
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拠 点

施 策

・地産地消を推進、フィリピンで産業向けIGBTモジュールの生産開始（25年度）

・電動車向けモジュールの能力増強と新製品立上げ

（23年→26年：約35％増 ※年度末比較）

・産業向け第7世代IGBTモジュール能力増強と生産品種拡大 

（23年→26年：約3割増 ※年度末比較）

国内（３拠点）

マレーシア

フィリピン

中国(深セン）

・組立製品のマザー工場

・国内顧客向け製品の生産拠点
   ：電動車向けモジュールの能力増強

   ：第8世代IGBT生産開始（25年度）

・中国顧客向け産業IGBTモジュール

  生産拠点
：第7世代IGBTの能力増強

・ディスクリート製品及びエアコン向け

  モジュールの主力拠点

・第7世代IGBT生産開始（25年度）

・欧米顧客向け産業IGBTモジュール

  生産拠点
：第7世代IGBTの能力増強

ものつくりの強化【後工程】  生産拠点と施策

In the back-end process, in the Philippines, where we had been focusing on discrete 

devices, we will begin producing seventh-generation IGBT modules from FY2025. We will 

also expand production capacity for seventh-generation IGBTs in Shenzhen, China, and 

Malaysia, while working to increase the production capacity for modules used in electric 

vehicles in Japan.
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SiC及びIGBTチップの開発

SiC-MOSFET

⚫ 第3世代SiC MOSFET（26年度量産開始）

 ・対第2世代比▲15%以上の低損失

 ・750～3300V耐圧製品の系列化

⚫ 次世代SiC MOSFETの技術開発

    ・対第3世代比▲10%以上の低損失

Si-IGBT

⚫ 第8世代IGBT（25年度量産開始）

  ・対第7世代比▲15%以上の低損失

⚫ 次世代IGBTの技術開発

  ・対第8世代比▲10％以上の低損失

⚫第3世代SiC-MOSFET、第8世代Si-IGBTチップの新製品開発、次世代技術の開発を推進

6G
7G

8G

1G

2G

3G

次世代 ▲10%以上

▲15%以上

▲15%以上

次世代 ▲10%以上発
生

損
失

（
相

対
値

※
）

チップ世代別損失トレンド

※ 第6世代Si-IGBTを基準に規格化 （年度）

Si-IGBT

SiC-MOS

This slide covers the development of SiC and IGBT chips.

For SiC, we are advancing the development of third-generation SiC, with mass production 

scheduled to start in FY2026. This generation will have at least 15% lower loss compared 

to the second generation. We intend to expand the voltage range from 750V to 3300V.

For Si-IGBTs, we plan to launch mass production of eighth-generation IGBTs in FY2025, 

offering at least 15% lower loss compared to the seventh generation. Additionally, we are 

advancing the development of next-generation technologies for both SiC and IGBTs.

17
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競争力のあるモジュール製品の開発

⚫第8世代IGBT、第3世代SiCの技術を適用したモジュール製品の開発を推進

⚫高密度実装技術、高温動作化等により出力密度を向上

産業向けモジュール

⚫ 第8世代IGBTモジュール（25年度量産開始）

• 8世代IGBTと高温動作化による出力向上

⚫ 大容量SiCモジュール（25年度量産開始）

• 3G-SiCと低インダクタンスパッケージにより損失を大幅減

⇒ 高出力密度化によりインバータの出力拡大に貢献

電動車向けモジュール

⚫ 小型RC-IGBTモジュール（25年度量産開始）

• RC-IGBTと高密度実装技術による出力密度向上

 次世代SiCモジュール（26年度量産開始）

• 3G-SiCと立体配線技術による出力密度向上

電動車向けモジュール出力密度トレンド

×1.3

×1.8

既存

※2010年の製品を100として規格化

次世代SiC

ﾓｼﾞｭｰﾙ
小型RC-IGBT

ﾓｼﾞｭｰﾙ

（年度）

産業向けモジュール出力密度トレンド

※2010年の製品を100として規格化

x1.2

次世代
SiC

（年度）

x1.5

6G

7G

8G

We are developing module products that apply third-generation SiC and eighth-

generation IGBT chips. For automotive modules, we will start mass production of compact 

RC-IGBT modules in FY2025.

Furthermore, we will begin mass production of next-generation SiC modules in FY2026. 

Compared to existing IGBT modules, RC-IGBT modules will have 1.3 times the output 

density, and SiC modules will have 1.8 times the output density.

In the industrial module field, eighth-generation IGBT modules will have 1.2 times the 

output density compared to the existing seventh generation. We plan to start mass 

production of large-capacity SiC modules in FY2025, which will have 1.5 times the output 

density compared to seventh-generation IGBTs.

18
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◼ 前工程 生産能力増強

（SiC、IGBT 8インチ）

◼ 後工程 生産能力増強

（電動車向け及び産業向けモジュール）

2021 ｰ 2023年度

累計 実績

2024 ｰ 2026年度

累計 計画

設備投資（億円） 研究開発（億円）

◼ 電動車向け及び産業向けSiC/IGBTモジュール

◼ 第3世代SiC-MOSFET及び第8世代IGBTの

技術開発

◼ SiC 8インチ量産技術開発

2021 ｰ 2023年度

累計 実績

2024 ｰ 2026年度

累計 計画

設備投資、研究開発

1,562 
1,800 

増減

+238

368 
480 

増減

+112

This slide covers capital investment and research and development.

Fuji Electric’s capital investment budget is ¥180.0 billion, an increase of ¥23.8 billion 

compared to the past three years. We will focus on increasing the production of 8-inch 

SiC and IGBT wafers and expanding production capacity in back-end processes for 

modules used in electric vehicles and industrial applications.

We estimate research and development expenses will be ¥48.0 billion, an increase of 

¥12.2 billion. For electric vehicles and industrial applications, we will advance the 

technological development of SiC/IGBT modules, third-generation SiC-MOSFETs, and 

eighth-generation IGBTs, while moving forward mass production technology for 8-inch 

SiC wafers.

This concludes the presentation about the semiconductor business. Thank you.
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1. 本資料及び本説明会に含まれる予想値及び将来の見通しに関する記述・言明は、弊社が現在入手

可能な情報による判断及び仮定に基づいております。その判断や仮定に内在する不確実性及び事業

運営や内外の状況変化により、実際に生じる結果が予測内容とは実質的に異なる可能性があり、弊

社は、将来予測に関するいかなる内容についても、その確実性を保証するものではありません。

2. 本資料は、情報の提供を目的とするものであり、弊社の株式の売買を勧誘するものではありません。

3. 目的を問わず、本資料を無断で引用または複製することを禁じます。

20


	スライド 1: 2026年度中期経営計画
	スライド 2: 目次
	スライド 3: Ⅰ  事業概要
	スライド 4: 事業概要
	スライド 5: パワー半導体事業の強み
	スライド 6: Ⅱ 2023年度中期経営計画振り返り
	スライド 7: 2023年度中期経営計画振り返り
	スライド 8: Ⅲ 2026年度中期経営計画
	スライド 9: 市場動向
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14: ものつくりの強化【前工程】  生産拠点と施策
	スライド 15: Si 8インチ及びSiCウエハ生産能力計画
	スライド 16: ものつくりの強化【後工程】  生産拠点と施策
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19: 設備投資、研究開発
	スライド 20

